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contacting the component (1), a housing member (3) in
which the terminals (2) are partially embedded, and a coo-
ling element (4) that is connected to at least one terminal
(2). The housing member (3) is made of a plastic material
and has an opening (30), in some places of which the coo-
ling element (4) is freely accessible. At least one optoelec-
tronic semiconductor chip (5) is arranged on the cooling
element (4) within the opening (30). Furthermore, at least
two of the terminals (2) each have a section (2¢) that faces
the at least one optoelectronic semiconductor chip (5), said
chip-facing sections (2¢) of the at least two terminals (2)
being arranged on a common plane.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches
Bauteil (1) angegeben, mit - zumindest zwei Anschlussstel-
len (2) zur elektrischen Kontaktierung des Bauteils (1), -
einem Gehiusekdrper (3),
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in welchem die Anschlussstellen (2) stellenweise eingebettet sind, - einem Kiihlkérper (4), der mit zumindest einer Anschlussstel-
le (2) verbunden ist, wobei - der Gehdusekdrper (3) mit einem Kunststoffimaterial gebildet ist, - der Gehdusekdrper (3) eine Off-
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seitigen Abschnitte (2¢) der zumindest zwei Anschlussstellen (2) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauteil und Verfahren zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauteils
Es wird ein optoelektronisches Bauteil angegeben.

Eine zu l&sende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Bauteil anzugeben, welches sich durch eine besgonders gqute
Warmeableitung auszeichnet. Eine weitere zu ldsende Aufgabe
besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen

Bauteils anzugeben, das besonders kostenglnstig ist.

Gemafl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist das optoelektronische Bauteil zumindest zwei
Anschlussstellen auf, die zur elektrischen Kontaktierung des
Bauteils dienen. Das heif3t, mittels der Anschlussstellen,
kann das elektrische Bauteil von auBerhalb des Bauteils
elektrisch kontaktiert werden. Die Anschlussstellen sind
elektrisch leitend mit wenigstens einem Halbleiterchip des
optoelektronischen Bauteils verbunden, der auf diese Weise
mittels der Anschlussstellen bestromt werden kann. Dabei ist
es mdglich, dass das elektrische Bauteil zwei, vier oder mehr

Anschlussstellen aufweist.

Gemadfy zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das optoelektronische Bauteil einen
Gehausekdérper. Die Anschlussstellen des optoelektronischen
Bauteils sind in den Gehéusekérper stellenweise eingebettet.
«Stellenweise eingebettet™ bedeutet dabei, dass die
Anschlussstellen je einen Bereich - den Gehause-Abgchnitt -
aufweisen, in dem sie vom Gehdusekdrper umgeben sind. In

diesem Gehduse-Abschnitt grenzt das Gehiusematerial direkt an
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die Anschlussstelle. DarlUber hinaus weisen die
Anschlussstellen vorzugsweise je einen Anschluss-Abschnitt
auf, welchei sich auferhalb des Gehdusekdrpers befindet. In
diesem Anschluss-Abschnitt sind die Anschlussstellen
beispielsweise von allen Seiten frei zugénglich und
insbesondere frei vom Gehdusematerial. Die Anschlussstellen
kdénnen darlber hinaus je einen chipseitigen Abschnitt
aufweisen, welcher einem Halbleiterchip des
optoelektronischen Bauteils zugewandt ist. In ihrem
chipseitigen Abschnitt liegen die Anschlussstellen zumindest
teilweise frei, das heifdt, sie sind zumindest stellenweise
nicht vom Gehdusekdrper bedeckt. Im chibseitigen Abschnitt
kénnen die Anschlussstellen elektrisch leitend mit einem
Halbleiterchip des optoelektronischen Bauteils verbunden

sein.

Geméafs zumindest einer Ausfﬁhruﬁgsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das Bauteil ferner einen Kthlkorper, der mit
zumindest einer Anschlusgstelle verbunden ist. Das heift, der
Kithlkdrper ist mechanisch fest mit zumindest einer
Anschlussstelle verbunden. Dabei kann der Kihlkbdrper auch
elektrisch leitend mit der Anschlussstelle verbunden sein.
Der Kthlkorper liegt dann auf demselben elektrischen

Potenzial wie die Anschlussstelle, mit der er verbunden ist.

Bei dem Kihlkérper handelt es sich beispielsweise um einen
plattenartigen Kdrper, der aus einem gut warmeleitfihigen
Material wie einem Metall, einem keramischen Material oder
einem dotierten Halbleitermaterial bestehen kann.
Insbesondere ist es mdglich, dass der Kuhlkdrper aus dem
gleichen Material wie die Anschlussstelle, beispielsweise
einem Metall, besteht. Der Kuhlkdérper nimmt von einem

optoelektronischen Halbleiterchip des Bauteils im Betrieb
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erzeugte Warme auf und gibt diese Warme in Bereiche auRerhalb

des optoelektronischen Bauteils ab.

deméﬁ zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist der Gehiusekdrper mit einem Kunststoffmaterial
gebildet. Dabei ist es insbesondere mdéglich, dass der
Geh&usekOrper aus einem Kunststoffmaterial besteht. In das
Kunststoffmaterial des Gehdusekdrpers kdnnen weitere
Materialien eingebracht sein. Beispielsweise kdénnen in das
Kunststoffmaterial strahlungsreflektierende, wirmeleitende
oder strahlungsabsorbierende Partikel eingebracht sein.
Dartber hinaus kann der Kunststoffkdrper Zusitze enthalten,
welche eine Haftung des Gehéusekérpérs an den
Anschlussstellen, welche stellenweise in den Gehausekdrper

eingebettet sind, vérbessern.‘

Gemafd zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist der Gehéusékéfper eine Offnung auf, in welcher
der Kihlkorper stellenweise frei zuganglich ist. Das heifdt,
in dem Gehdusekdbrper ist eine Ausnehmung, ein Durchbruch oder
ein Fenster gebildet, in welchem der Kuhlkdrper frei liegt.
Der Kihlkoérper liegt dabel stellenweise an seiner Deckfléche
frei. -Der Kihlkorper weist an seiner Deckfldche jedoch auch
Bereiche, auRerhalb der Offnung des Gehiusekdrpers, auf, in
denen er vom Gehdusekdrper bedeckt ist. In diesen Bereichen
liegt der KuhlkOrper dann nicht frei, er ist dort nicht frei
zuganglich. Die frei zugdnglichen Stellen auf der Deckflache
des Kihlkoérpers sind vom Gehiusekdrper zum Beispiel seitlich

umschlossen.

GemafR zumindest einer Ausflhrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip

in der Offnung auf dem Kihlkdrper angeordnet. Der
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optoelektronische Halbleiterchip kann dabei mittels eines
Klebstoffs oder eines Lotmaterials auf dem Kihlkdrper
befestigt sein. Es ist auch mdglich, dass der
optoelektronische Halbieiterchip mit dem Kihlkdrper
elektrisch leitend verbunden ist. In diesem Fall liegt der
Kihlkérper vorzugsweise auf demselben Potenzial, wie die

Anschlussstelle, mit der er verbunden igt.

Beil dem optoelektronischen Halbleiterchip handelt es sich
beispielsweise um einen Lumineszenzdiodenchip, das heiflt
einen Laserdiodenchip oder einen Leuchtdiodenchip. Dartber
hinaus ist es méglich, dass es sich bei dem
optoelektronischen Halbleiterchip um eine Fotodiode handelt;
welche im Betrieb zur Detektion von elektromagnétischer

Strahlung vorgesehen ist.

GemaR zumindest einer Ausfﬁhrungéform des optoelektronischen
Bauteils weisen zumindest zwei der Anschlussstellen je einen
chipseitigen Abschnitt auf, der dem zumindest einen
Halbleiterchip zugewandt ist. Das heifRt, zumindest zwei der
Anschlussstellen weisen einen chipseitigen Abschnitt auf, in
welchem sie teilweise frei liegen - also nicht vom
Gehiusekdrper bedeckt und in diesem eingebettet sind.’in
diesem Abschnitt kénnen sie mit dem zumindest einen
Halbleiterchip elektrisch leitend verbunden werden. Der
Halbleiterchip sowie auch die chipseitigen Abschnitte der
Anschlussstellen kdnnen von einem Vergussmaterial bedeckt
sein, das flir die vom Halbleiterchip im Betrieb erzeugte oder
zu detektierende Strahlung zumindest teilweise durchlissig

ist.

Die Anschlussstellen erstrecken sich ferner durch den

Gehdusekdrper, in dem sie in ihrem Gehduse-Abschnitt



WO 2010/025701 PCT/DE2009/001183

eingebettet sind. Die Anschluésstellen durchbrechen den
Gehausekorper und liegen in ihrem sich den Geh&use-Abschnitt
anschliefenden Anschluss-Abschnitt frei. Dort dienen die
Anschlussstellen zur elektrischen Kontaktierung des

optoelektronischen Bauteils.

Gemdf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind die chipseitigen Abschnitte der zumindest zwei
Anschlussstellen, die je einen chipseitigen Abschnitt
aufweisen, der dem zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchip zugewandt ist, in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet. Das heifft, von den beiden chipseitigen
Abschnitten liegt_der eine nicht hdher als der andere,
sondern beide sind in einer Ebene angeordnet und {iberragen
sich gegenseitig nicht. Die Ebene ist zum Beispiel durch die
Deckflache des Kihlkdérpers gegeben oder verlauft parallel zur

Deckflache des Kihlkorpers.

Gemaf zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist das optoelektronische Bauteil zumindest zwei
Anschlussstellen zur elektrischen Kontaktierung des Bauteils
auf. Ferner weist das Bauteil einen Gehiusekdrper auf, in
welchem die Anschlussstellen stellenweise eingebettet sind.
Das optoelektronische Bauteil umfasst ferner einen
Kﬁhlk&rper, der mit zumindest einer Anschlussstelle verbunden
ist, wobeil der Gehdusekdrper mit einem Kunststoffmaterial
gebildet ist, der Gehdusekdrper eine Offnung aufweist, in
welcher der Kuhlkérper stellenweise frei zuganglich ist,
zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip in der
Offnung auf dem Kihlkdrper angeordnet ist, und zumindest zwei
der Anschlussstellen je einen chipseitigen Abschnitt
aufweisen, der dem zumindest einen optoelektronischen

Halbleiterchip zugewandt ist, wobei die chipseitigen
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Abschnitte der zumindest zweil Anschlussstellen in einer

gemeinsamen Ebene angeordnet sind.

Insgesamt zeichnet sich ein solches optoelektronisches
Bauteil dadurch aus, dass es zum einen besonders einfach

. herstellbar ist. Beispielsweise ko&nnen die Anschlussstellen
des optoelektronischen Bauteils beil der Herstellung des
Bauteils im Tragerstreifen-Verbund vorliegen. Ein
Tragerstreifenverbund, bei dem die chipseitigen Abschnitte
der Anschlussstellen in einer.gemeinsamen Ebene angeordnet
sind, ist dabei besonders einfach zu verarbeiten. Das
optoelektronische Bauteil kann dadurch in einem
kontinuierlichen Verfahren wie beispielsweise in einem von

+Rolle-zu-Rolle“-Verfahren hergestellt werden.

Der Kihlkérper, der zumindest mit einer der Anschlussstellen
verbunden ist, ermdglicht ein optoelektronisches Bauteil, bei
‘dem vom optoelektronischen Halbleiterchip erzeugte Warme

besonders effizient‘abgef&hrt werden kann.

Aufgrund der Tatsache, dass der Kihlkdrper die vom
optoelektronischen Halbleiterchip erzeugte Warme besonders
effizient abflhrt, ist als Gehiusekdrper die Verwendung eines
einfachen Kunststoffmaterials ermdglicht, wobei - aufgrund
der guten Warmeableitung durch den Kﬁhlkérper ~ keine hohen
Anforderungen an die Temperaturstabilitit des
Kunststoffmaterials flr den Gehdusekdrper zu stellen sind.
Insbesondere kann auf ein teures Keramikmaterial als

Geh&usekdrper in diesem Fall verzichtet werden.

Die Verwendung eines Kunststoffmaterials ermdglicht dariber

hinaus eine geeignete und technisch einfach realisierbare
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Formgebung des Gehdusekdrpers, beisgpielsweise mittels

Spritzgiéﬁen.

Gemaf? zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils handelt es sich bei dem Kunststoffmaterial des
Gehdusekdrpers um ein Epoxidharz. Das heifdt, der

Gehdusekdrper besteht aus oder enthdlt Epoxidharz.

Gemafl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils besteht das Kunststoffmaterial des Gehiusekdrpers

aus Silikon oder es enthilt Silikon.

DarUber hinaus ist es mdbglich, dass das Kunststoffmaterial
des Gehiusekdrpers ein Silikon-Epoxidharz-Hybridmaterial ist.
Beispielsweise kann dieses Hybridmaterial 50 % Epoxidharz und
50 % Silikon aufweisen. Ferner kann das Kunststoffmaterial
Fillstoffe enthalten, die zur Verringerung des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten und / oder als Haftvermittler

dienen.

Die genannten Kunststoffmaterialien zeichnen sich durch eine
einfache Verarbeitbarkeit und damit durch eine kostenglinstige
Herstellung des optoelektronischen Bauteils aus. Darlber
hinaus ist insbesondere Silikon besonders resistent gegen vom
optoeléktronischen Bautell erzeugte elektromagnetische

Strahlung.

Gemafs zumindest einer Ausflihrungsform deg optoelektronischen
Bauteils weist der Kihlkdrper eine Deckfldche auf, auf die
der zumindest eine optoelektronische Halbleiterchip
aufgebracht ist. Der Kihlkérper weist darliber hinaus eine
Bodenflache auf, die der Deckfliche abgewandt ist. Mit der

Bodenflache des Kihlkdrpers kann das optoelektronische
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Bauteil auf einer Montagefldche fiir das Bauteil befestigt
sein. Die vom optoelektronischen Halbleiterchip erzeugte
Warme wird dann besonders effizienﬁ von der Deckfl&che zur
Bodenflache und von dort auf die Montagefliche abgegeben.
Dartiber hinaus weist der Kuhlkdrper zumindest eine
Seitenflache auf, welche die Deckfliche und die Bodenfliche

miteinander verbindet.

Beispielsweise ist der Kihlkérper quaderartig ausgebildet.
Die Seitenfléche des Kihlkdrpers ist dann durch eine

Seitenfldche des Quaders gegeben.

Zum Beispiel ist die Seitenfldche dabei frei wvom
Kunststoffmaterial des Gehausekdrpers. Das heift, der
Kihlkdrper muss nicht vollst&ndig vom Gehéusematerial umgeben
sein, es ist mdglich, dass zumindest eine Seitenfliche oder
auch samtliche Seitenflichen des Kihlkérpers frei vom
Gehausekdrper sind. In diesem Fall ist dann auch die
Bodenfléche'des Kihlkdrpers frei vom Geh&usekdrper. Auf diese
Weise kann der Kihlkdrper vom optoelektronischen
Halbleiterchip im Betrieb erzeugte Wirme besonders effizient
an die Umgebung abgeben, da die WArme nicht durch das
Kunststoffmaterial des Gehiusekdrpers gefiihrt werden muss. Im
Extremfall ist der Kihlkdrper lediglich an seiner Deckfléche
stellenweise vom Gehdusekdrper bedeckt. Die restlichen
Flachenabschnitte, insbesondere die Seitenfl&chen und die
Bodenflache des Kihlkdrpers, sind dann frei vom

Kunststoffmaterial des GehAusekdrpers.

Alternativ ist es auch mdéglich, dass der Kihlkérper an seinen
Seitenfléchen und seiner Bodenfliche vollsténdig vom
Gehdusematerial bedeckt ist. In diesem Fall kann sich zwar

eine verschlechterte Warmeableitung ergeben, anderseits kann
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jedoch die Haftung zwischen Gehfusematerial und Kihlkdrper

verbessert sein.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektroﬁischen
Bauteils weist der Kuhlkdérper einen Befestigungs-Abschnitt
auf. In diesem Befestigungs-Abschnitt kann der Kihlkdrper mit
einer Montageflache flUr das optoelektronische Bauteil
mechanisch verbunden werden. Vorzugsweise Uberragt der
Befestigungs-Abschnitt des Kithlkdrpers den Gehiusekdrper
lateral. Dag heiRt, der Kihlkorper ist in diesem Fall nicht
bindig mit dem Gehiusekdrper ausgebildet und wird wvom
Geh&usekdrper auch nicht umlaufend lateral Uberragt, sondern
an wenigstens einer Stelle - dem Befestiguhgs~Abschnitt des
Kihlkérpers - lberragt der Kihlkdérper den Gehiusekdrper
lateral. Dies hét auch zur Folge, dass der Kuhlkdrper in
diesém Fall eine vergrdfierte Flache aufweist, was die
Warmeabfuhr an die Umgebung weiter verbessert, da vom
o?toelektronischen Halbleiterchip erzeugte Warme Uber eine

gréfiere Flache abgegeben werden kann.

Gemafs zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist der Kihlkérper im Befestigungs-Abschnitt eine
Offnung auf, die zur Aufnahme eines Befestigungsmittels
vorgesehen ist. Bei der Offnung kann es sich beispielsweise
um eine Ausnehmung, einen Durchbruch, eine Aussparung oder
eine Bohrung handeln. In die Offnung kann ein
Befestigungsmittel eingreifen. Bei dem Befestigungsmittel
handelt es sich beispielsweise um eine Klemmvorrichtung oder
einen Passstift oder eine Schraube. Das Befestigungsmittel
greift in die Offnung des Kihlk&rpers ein und verbindet den
Kihlkérper und damit das gesamte optoelektronische Bauteil
mechanisch fest mit einer Montageflache fur das

optoelektronische Bauteil.
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GemdR zumindest einer Ausflihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist zumindest eine Anschlussstelle in ihrem dem
chipseitigen Abschnitt abgewandten Anschluss-Abschnitt als
Létfahne ausgebildet. Das heiRt, das optoelektronische
Bauteil weist dann zum elektrischen Anschliefen eine LOtdse
mit zumindest einer Ldtfahne auf. Dies erweist sich
insbesondere in Verbindung mit einem Kihlkdrper, der den
Gehé&usekorper in einem Befestigungs-Abschnitt lateral
Uberragt und im Befestigungs-Abschnitt eine Offnung aufweist,
die zur Aufnahme eines Befestigungsmittels vorgesehen ist,
als besonders vorteilhaft. In diesem Fall kann der
elektrische Angchluss - Uber die Anschlussstelle - vom
mechanischen Befestigen des optoelektronischen Bauteils -

Uber den Befestigungs-Abschnitt des Kihlkdrpers - entkoppelt

sein.

Alternativ zu einer Lotfahne ist es auch mdéglich, dass der
Anséhluss—Abschnitt der Anschlussstelle als Stecker flir eine
Steckverbindung ausgebildet ist. In diesem Fall kann das
optoelektronische Bauteil Uber eine reversible
Steckverbindung elektrisch angeschlossen sein. Reversibel
heifit dabei, dass der elektrische Anschluss zerstorungsfrei

hergestellt und unterbrochen werden kann.

Die in ihrem Anschluss-Abschnitt als L&tfahne oder Stecker
einer Steckverbindung ausgebildete Anschlussstelle kann
insbesondere quer zum Befestigungs-Abschnitt des Kihlkorpers
verlaufen. Beispielsweise schliefRen die
Haupterstreckungsrichtung des Befestigungs-Abschnitts und die
Haupterstreckungsrichtung der Anschlussstelle dann einen

spitzen Winkel oder einen 90°-Winkel miteinander ein. Dies
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erleichtert die Entkopplung von mechanischer und elektrischer

Kontaktierung des optoelektronischen Bauteils.

Gemafd zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist das optoelektronische Bauteil wenigstens drei
Anschlussstellen auf. Vorzugsweise weist das
optoelektronische Bauteil dann eine Apzahl von
Anschlussstellen auf, die zweimal die Anzahl der im
optoeléktrénischen Bauteil vorhandenen optoelektronischen
‘Halbleiterchips betrigt. Das heiRt, sind im
optoelektronischen Bauteil beispielsweise vier
Halbleiterchips angeordnet, so kann das optoelektronische
Bauteil acht Anschlussstellen aufweisen. Dies ermbglicht es
dann, jeden der optoelektronischen Halbleiterchips getrennt
von den anderen optoelektronischen Halbeiterchips des

‘optoelektronischen Bauteils anzusteuern.

Dabei ist es mdbglich, dass zumindest‘zwei der
Anschlussstellen mit dem Kihlkérper verbunden, beispielsweise
verschweifft sind. Die Anschlussstellen, welche mit dem
Kihlkdrper verbunden sind, befinden sich vorzugsweise auf
demselben elektrischen Potenzial wie der Kihlkdrper. Weist
das optoelektronische Bauteil beispielsweise acht
Anschlussstellen auf, so gind vorzugsweise vier der
Anschlussstellen elektrisch leitend mit dem Kihlkoérper
verbunden und mit diesem verschweift. Die Halbleiterchips des
optoelektronischen Bauteils kdnnen dann Uber den Kuhlkdrper
beigpielsweise n-geitig elektrisch kontaktiert sein. Jedem
der optoelektronisgchen Halbleiterchipg ist eine
Anschlussstelle zugeordnet, die nicht mit dem Kihlkérper
verbunden ist und Uber welche der optoelekﬁronische
Halbleiterchip p-seitig kontaktiert werden kann. Ganz

allgemein kann zum Beispiel die Ha&lfte aller Anschlussstellen
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mechanisch fest und elektrisch leitend mit dem Kihlkdrper
verbunden sein. Die andere HAlfte der Anschlussstellen ist
dann nicht elektrisch leitend mit dem Kihlkdrper verbunden,

sondern von diesem elektrisch isoliert.

Ein derartiger Aufbau zeichnet sich - aufgrund der Verbindung
von relativ vielen Anschlussstellen mit dem Kihlké&rper -

durch eine besonders hohe mechanische Stabilitat aus.

Gemaf® zumindest einer Ausflihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist das optoelektronische Bauteil vier oder mehr
Halbleiterchips auf. Die optoelektronischen Halbleiterchips
sind auf die Deckflé&che des Kihlkdrpers aufgebracht. Eine so
hohe Anzahl optoelektionischer Halbleiterchips ist vorliegend
mdglich, da die von den optoelektronischen Halbleiterchips im
Betrieb erzeugte Warme Uber den Kihlkdrper besonders

effizient nach auRen abgegeben werden kann.

GemadR zumindest einer Ausfihrungsform weist der Kihlkdrper
eine Grundflache auf, welche wenigstens 90 % der Grundflache
des Gehausekdrpers betragt. Dabei ist es auch mdglich, dass
der Kihlkdrper eine grdfere Grundfléache aufweist als der
Gehdusekdrper. Ein solch groRer Kihlkdrper zeichnet sich
dadurch aus, dass die von den optoelektronischen
Halbleiterchips;des Bauteils im Betrieb erzeugte Warme auf

eine besonders grofe Flache verteilt werden kann.

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils angegeben. Vorzugsweige ist ein
optoelektronischeg Bauteil wie es hier beschrieben ist,
mittels des Verfahrens herstellbar. Das heifst die in

Verbindung mit dem optoelektronischen Bauteil offenbarten
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Merkmale sind auch fiir dag hier beschriebene Verfahren

offenbapt.

Gema&f zumindest einer Ausflihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoeiéktronischen Bauteils umfasst das
Bauteil folgende Verfahrensschritte in der folgenden
Reihenfolge:

- Bereitstellen von zumindest zwel Anschlussstellen,

- Verbinden von zumindest einer Anschlussstelle mit einem
Kihlkdrper, (

- Erzeugen eines Geh&usekdrpers, in welchem die
Anschlussstellen stellenweise eingebettet sind; wobei im

I

Gehausekdrper eine Offnung éﬁm Kihlkdbrper vorgesehen wird
und ’

- Befestigung zumindest eines optoelektronischen
Halbleiterchips in der Offnung des Gehiusekdrpers auf dem

Kihlkdrper.

Dag heifft, bei dem beschriebeﬁen Verfahren wird der
Gehausekdrper vor der Befestigung der Halbleiterchips auf dem
Kihlkdrper erzeugt. Im Geh&usekdrper wird eine Offnung frei
gelassen, in welchem die Deckfléche des Kuhlkdrpers frei
zugénglich ist. In diese Offnung werden die Halbleiterchips
nach Herstellung des Geh&usekdrpers dann eingebracht. Der
Gehausekodrper kann dabei beispielsweise mittels eines

Spritzguss- oder Spritzpressverfahrens erzeugt werden.

Geméafs einer Ausfihrungsform des hier beschriebenen Verfahrens
sind die Anschlussstellen wahrend des Verfahrens in einem
Tragerstreifen-Verbund angeordnet. Das heifit, die
Anschlussstellen liegen in einem Trigerstreifen (auch:
Leadframe oder Leiterrahmen)-Verbund vor. Die

Anschlussstellen kénnen daher in einem kontinuierlichen,
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beispielsweise in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren (reel to

reel), verarbeitet werden.

Beispielswéise wird bei der Fertigung der optoelektronischen
Bauteile zundchst ein Kihlkdrper mit einer bestimmten Anzahl
von Anschlussstellen mechanisch verbunden. Dies kann durch
Punktschﬁeiﬁen geschehen. Anschliefend wird fiir jedes
optoelektronische Bauteil ein Geh&usekdrper derart gefertigt,
dass die Aﬁschlussstellen des zu fertigenden Bauteils
stellenweise im Geh&usekdrper eingebettet sind. Daraufhin
werden die optoelektronischen Halbleiterchips fiir jedes
Bauteil in einer &ffnung des Gehdusekdrpers auf dem
zugeordneten Kihlkoérper montiert. SchlieRlich kann eine
Vereinzelung des Trégerstreifenverbunds zu eilnzelnen

optoelektronischen Bauteilen erfolgen.

Im Folgenden wird das hier beschriebene optoelektronische
Bauteil anhand von Ausflhrungsbeispielen und den

dazugehdrigen Figuren ndher erlautert.

Die Figur 1A zeigt ein erstes Ausflhrungsbeispiel eines hier
beschriebenen optoelektronischen Bauteils in einer

schematischen Perspektivdarstellung.

Die Figur 1B zeigt eine schematische Schnittdarstellung des
ersten Ausfihrungsbeispiels eines hier

beschriebenen optoelektronischen Bauteils.

Die Figur 2 zeigt eine schematische Perspektivdarstellung
eines zweiten Ausfluhrungsbeispiels eines hier

beschriebenen optoelektronischen Bauteils.
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Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren
und die GréRenverhdltnisse der in den Figuren dafgestellten
Elemente untereinander sind nicht als mafstablich zu
betrachten. Vielmehr kdnnen einzelne Elemente zur besseren
Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verstindnis Ubertrieben

grof3 dargestellt sein.

Das in Verbindung mit der Figur 1A beschriebene
optoelektronische Bauteil 1 weist vier optoelektronische
Halbleiterchips 5 auf. Bei den optoelektronischen
Halbleiterchips 5 handelt es sich vorliegend um
Leuchtdiodenchips. Die optoelektronischen Halbleiterchips 5
sind auf die Deckfléache 41 eines KUhlkdérpers 4 aufgebracht.
Der Kihlkdrper 4 besteht vorliegend aus einem Metall wie

Kupfer oder Aluminium.

Der Kihlkdrper 4 kann dartUber hinaus bei den hier
beschriebenen optoeléktronischen Bauteilen besonders Dick
ausgeflhrt werden. Zum Beispiel ist eine Dicke D zwischen 0,8
mm und 2,0 mm, insbesondere im Bereich von 1,2 mm bis 1,6 mm
mbéglich. Der Kihlkdrper 4 besteht dann vorzugsweise aus
Kupfer, was sich durch seine gute Warmeleitfihigkeit und die

relativ geringen Kosten auszeichnet.

Das optoelektronische Bauteil 1 umfasst darfiber hinaus acht
Anschlussstellen 2. Jede der Anschlussstellen 2 umfasst einen
Anschluss-Abschnitt 2a, Uber welchen das optoelektronische
Bauteil 1 elektrisch anschlieRbar ist. Ferner weist jede der
Anschlussstellen 2 einen Gehduseabschnitt 2b auf, in welchem
die Anschlussstellen 2 in das Material des Gehdusekdrpers 3
eingebettet sind. Darlber hinaus weist jede der

Anschlussstellen 2 einen chipseitigen Abschnitt 2c¢ auf. Die
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chipseitigen Abschnitte 2c¢ sind stellenweise vom
Gehausematerial 3 unbedeckt und den optoelektronischen
Halbleiterchips 5 zugewandt. Samtliche chipseitigen
Abschnitte 2c¢ sind in einer gemeinsamen Ebene angeordnet. Das
heifst, keine der Anschlussstellen liberragt die andere im
Bereich der chipseitigen Abschnitte 2c¢. Der Gehdusekdrper
weist eine Offnung 30 auf, in welcher der Kihlkdrper 4 frei
zugadnglich ist. In dieser Offnung 30 sind die
optoelektronischen Halbleiterchips 5 auf dem Kihlkdrper

angeordnet.

Die Offnung 30 kann dabei relativ grof ausgebildet sein. So
kann die Offnung 30 das Dreifache oder mehr der Summe der
Chipflachen der optoelektronischen Halbleiterchips 5
betragen; Findet ein einziger éptoelektronischen
Halbleiterchip 5 Verwendung, so kann die GréRe der Offnung 30
zum Beispiel das Vierfache der ChipgrdfRe betragen. Das
Flachenverhdltnis zwischen Offnung 30 und Summe der
Chipflachen wird umso kleiner, je mehr Chips auf dem

Kihlképer montiert sind.

Die auflersten Anschlussstellen 2 auf jeder Seite des
opﬁoelektronischen Bauteils 1 sind mit dem Kihlkdrper 4
mechanisch verbunden. Beispielsweise sind diese
 Anschlussstellen 2 mittels Punktschweifen mit dem Kihlkorper
verbunden. Die verbleibenden Anschlussstellen sind vom
Kihlkdrper elektrisch entkoppelt. Beispielsweise kann sich
Material des Geh&usekdrpers 3 in diesen Bereichen zwischen

Kihlkdérper 4 und Anschlussstelle 2 befinden, siehe Figur 1B.

Ferner weist der Geh&usekdrper 3 vier Ausnehmungen 31 auf.

Die Ausnehmungen 31 dienen zur Aufnahme von Passstiften oder
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Schrauben, mit deren Hilfe das optoelektronische Bauteile auf

einer Montagefldche justiert und/oder befestigt werden kann.

Als Gehdusematerial flr den Gehéusekérper 3 kommt
vorzugsweise ein Kunststoffmaterial zur Verwendung.
Beispielsweise kann Epoxidharz, ein Hybridmaterial aus
Silikon und Epoxidharz oder eine Silikon-Pressmasse
Verwendung finden. Das Gehiusematerial kann dartiber hinaus
Fillstoffe enthalten, welche die mechanischen und optischen
Eigenschaften des Materials und gegebenenfalls die Haftung zu
einem Vergussmaterial (nicht dargestellt), mit dem die
optoelektronischen Halbleiterchips vergossen sind, enthalten.
Dartiber hinaus kann das Gehdusematerial FlUllstoffe enthalten,
welche eine Haftung an den Anschlussstellen 2 verbessern. Der
Gehdusekdrper 3 dient als Umhlllung flr die Anschlussstellen
2 und bildet zusammen mit dem Kihlkdrper 4 das Gehause des

optoelektronischen Bauteils.

Zum Einstellen der mechanischen Eigenschaften des
Gehausekdrpers 3 kann das Gehausematerial zum Beispiel

Glasfasern und / oder anorganische Flllstoffe enthalten.

Die optoelektronischen Halbleiterchips in der Offnung 30 des
Gehausematerials sind geeignet, elektromagnetische Strahlung
im Wellenbereich von ultravioletter Strahlung bis zu Infrarot
zu emittieren. Beispielsweise handelt es sich bei den
optoelektronischen Halbleiterchips um blaues oder
ultraviolettes Licht emittierende Leuchtdiodenchips. Den
optoelektronischen Halbleiterchips ist dann ein
Lumineszenzkonversionsmaterial nachgeordnet, welches
zumindest einen Teil der erzeugten Strahlung in Licht einer

anderen Wellenldnge umwandelt. Auf diese Weise kann vom
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optoelektronischen Bauteil insbesondere auch weiflRes

Mischlicht emittiert werden.

Der Gehdusekdrper 3 kann dabei schwarz gestaltet sein.
Beisgpielsweise kann das Gehausematerial Ruf enthalten, um den

Gehdusekdrper 3 strahlungsabsorbierend auszubilden.

Dartber hinaus ist es auch mdglich, dass der Geh&usekdrper 3
aus einem klaren Kunststoffmaterial gebildet ist, welches

durchsichtig ist.

Ferner kann der Gehdusekdrper 3 beispielsweise durch die
Zugabe geeigneter Flllstoffpartikel - die zum Beispiel
Titanoxid umfassen konnen - reflektierend oder weif’

ausgebildet sein.

Der Gehdusekdrper 3 weist den optoelektronischen
Halbleiterchips 5 zugewandt eine umlaufende Wand 32 auf. Die
umlaufende Wand 32 sorgt daflr, dass von den ﬂalbleiterchips
5 seitlich emittierte Strahlung, welche beispielsweise nicht
durch ein Lumineszenzkonversionsmaterial umgewandelt wurde,
abgeschattet wird. Das Lumineszenzkonversionsmaterial kann
sich in diesem Fall auf der dem Kihlkdrper 4 abgewandten

Oberseite der Halbleiterchips 5 befinden.

Bei den optoelektronischen Halbleiterchips kann es sich
beispielsweise um Halbleiterchips in Dunnfilmbauweise
handeln, bei denen ein Aufwachssubstrat entfernt oder
zumindest gedinnt wurde. Solche so genannten DiUnnfilm-Chips
zeilchnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie den
Uberwiegenden Teil der im Betrieb erzeugten

elektromagnetischen Strahlung lediglich durch ihre Oberseite



WO 2010/025701 PCT/DE2009/001183

- 19 -

abgeben. An den Seitenflichen emittieren diese DUnnfilm-Chips -

kaum oder gar keine elektromagnetische Strahlung.

Zum Schutz des Gehausekdrpers 3 vor von den
optoelektronischen Halbleiterchips 5 erzeugter
elektromagnetischer Strahlung kann der Gehiusekdrper an
Stellen, wo elektromagnetische'Strahlung auftreffen kann,
ferner verspiegelt sein oder durch eine Beschichtung oder

eine Folie geschltzt werden.

Im Gehdusekdrper 3 integriert, das heifst vom Gehdusematerial
vergossen oder'ﬁmgeben, kénnen sich beispielsweise weitere,
nicht optoelektronische Bauelemente befinden. Beispielsweise
kann es sich bei diesen Bauelementen um ESD-Schutzdioden,’
Varistoren, Temperatursensoren und/oder eine Regel- und

Steuerelektronik handeln.

Ferner kann das optoeléktronische Bauteil sowohl
strahlungsemittierende als auch strahlungsempfangende
optoelektronische Halbleiterchips 5 enthalten. Das Bauteil
ist dann beisgpielsweise zur Bildung einer Reflexlichtschranke
vorgesehen. Das optoelektronische Bauteil kann insbesondere
in diesem Fall im Gehfusekdrper 3 mehrere Offnungen 30
enthalten. So kénnen dann Detektorchips, wie beispielsweise
Fotodioden und Emitterchips, wie beispielsweise Laser- oder
Leuchtdioden, in unterschiedlichen Offnungen 30 des
Geh&usekdrpers 3 angeordnet sein. Durch das zwischen ihnen
angeoxrdnete Material des Geh&usekdrpers 3 sind die Chips

optisch voneinander entkoppelt.

In Verbindung mit der Figur 2 ist anhand einer schematischen
Perspektivdarstellung ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines

hier beschriebenen optoelektronischen Bauteils nadher
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erlautert. In diesem'Aﬁsfﬁhrungsbeispiel weist der Kuhlkdrper
4 eine gréRere Grundflache als der Gehdusekdrper 3 auf. Der
Kihlkdérper 4 weist Befestigungs-Abschnitte 44 auf, welche den
Gehausekorper lateral Uberragen. In den Befestigungs-
Abschnitten 44 sind Offnungen 45 angeordnet, welche zur
Aufnahme eines Befestigungsmittels 6 dienen. Bei dem
Befestigungsmittel 6 handelt es sich beisgpielsweise um eine
Schraube, mit der das optoelektronische Bauteil auf einer
Montageflache mechanisch'befestigt werden kann. Altérnativ
kann das Bauteil beispielsweise auf eine Montagefl&che

aufgéklemmt werden.

Das Bauteil weist darlber hinaus zweil Anschlussstellen 2 auf,
welche jeweils als Ldtfahnen ausgebildet sind. Die
mechanische Befestigung des Bauteils mittels der
Befestigungs-Abschnitte 44 des KiGhlkdrpers 4 ist von der
elektrischen Kontaktierung mittels der Ldtfahnen der
Anschlussstelle 2 entkoppelt. Die Anschlussstellen 2 sind
derart angeordnet, dass sie guer zum Kihlkdrper 4 verlaufen.
Alternativ zu einer Lotfahne kdnnen die Anschlussstellen 2

auch als Stecker flOr eine Steckverbindung ausgebildet sein.

Insgesamt ist das optoelektronische Bauteil, wie es in
Verbindung mit der Figur beschrieben ist, nicht als
oberflachenmontierbares (SMT)-Bauteil ausgebildet.
Insbesondere ist beim Bauteil, wie es in Verbindung mit der
Figur 2 beschrieben ist, der Warmeleitpfad Uber den
Kihlkérper von der elektrischen Leitung Uber die

Anschlussstellen 2 entkoppelt.

Die hier beschriebenen optoelektronischen Bauteile zeichnen
sich insbesondere durch eine besonders preiswerte Herstellung

und eine sehr effektive Entwlrmung aus. Die Bauteile kdnnen
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in einem kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle-Verfahren
hergestellt werden. Sie weisen aufgrund des Kihlkdrpers 4,
welcher direkt mit den Halbleiterchips 5 verbunden ist und
sehr grofffldchig ausgefthrt werden kann, eine besonders gute

Warmeabfuhr auf.

Die Warmesenke kann insbesondere beim Ausfihrungsbeispiel der
Figur 2 elektrisch von den Anschlussstellen 2 entkoppelt
sein. In diesem Fall ist zwischen Anschlussstellen 2 und
Kﬁhlkérper 4 Material des Gehausekdrpers 3 angeordnet. Eine
mechanische Verbindung zwischen den Anschlussstellen 2 und
dem Kihlkdrper 4 erfolgt dabei beispielsweise fiber den -
Gehausekdrper 3, welcher den Kithlkdrper 4 dann an dessen
Seitenfléchen und gegebenenfalls auch an dessen Bodenfliche

42 zumindest stellenweise oder vollstadndig bedecken kann.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschrénkt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmaleh, wasg insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentansprichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorit&t der deutschen
Patentanmeldung 102008045925.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauteil (1) mit

- zumindest zwei Anschlussstellen (2) zur elektrischen
Kontaktierung des Bauteils (1),

- einem Gehdusekdrper (3), in welchem die Anschlussstellen
(2) stellenweise eingebettet sind,

- einem Kihlkodérper (4), der mit zumindest einer dex
Angchlussstelle (2) verbunden ist, wobei

- der Gehausekdrper (3) miﬁ einem Kunststoffmaterial gebildet
ist,

- der Gehdusekdrper (3) eine Offnung (30) aufweist, in
welcher der Kihlkdrper (4) stellenweise frei zuginglich ist,
- zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip (5) in der
Offnung (30) auf dem Kihlkdrper (4) angeordnet ist, und

- zumindest zwei der Anschlussstellen (2) je einen
chipseitigen Abschnitt (2c) aufweisen, der dem zumindest
‘einen optoelektronischen Halbleiterchip (5) zugewandt ist,
wobei die chipseitigen Abschnitte (2c¢) der zumindest zwei
Angchlussstellen (2) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet

gind.

2. Optoelektronisches Bauteil gemdfs dem vorherigen Anspruch,
bei dem das Kunststoffmaterial des Gehausekdrpers (3)

‘Epoxidharz ist oder Epoxidharz enthilt.

3. Optoelektronisches Bauteil gemafs einem der vorherigen
Anspruche,
bei dem das Kunststoffmaterial des Gehéusekdrpers (3) Silikon

ist oder Silikon enthalt.

4. Optoelektronisches Bauteil gemaf einem der vorherigen

Ansprliche,
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‘bei dem der Kihlkorper (4) aufweist:

- eine Deckfl&che (41), auf die der zumindest eine
optoelektronische Halbleiterchip (5) aufgebracht ist,

- eine BodenflaAche (42), die der Deckfléche (41) abgewandt
ist, und

- eine Seitenflache (43), welche die Deckfl&dche (41) und die
Bodenflache (42) miteinander verbindet, wobei die
Seitenfléche (43) frei vom Kunststoffmaterial des

Gehausekdrpers (3) ist.

5. Optoelektronisches Bauteil gemdf einem der vorherigen
Ansprlche, ‘ '
béi-dem der Kﬁhlkérper (4) den Gehausekorper (3) in einem
Befestigungs-Abschnitt (44) des Kthlkdérpers (4) lateral

Uberragt.

6. Optoelektronisches Bauteil gemafs dem vorherigen Anspruch,
bei dem der Kihlkdrper (4) im Befestigungs-Abschnitt (44),
eine Offnung (45) aufweist, die zur Aufnahme eines

Befestigungsmittels (6) vorgesehen ist.

7. Optoelektronisches Bauteilil gem&fs einem der vorherigen
Ansprtche,

bei dem zumindest eine der Anschlussstellen (2) in einem
ihrem chipseitigen Abschnitt (2c) abgewandten Anschluss-

Abschnitt (2a) als Lotfahne ausgebildet ist.

8. Optoelektfonisches Bauteill gemafs einem der vorherigen
Ansprliche, ’

bei dem zumindest eine der Anschlussstellen (2) in einem
ihrem chipseitigen Abschnitt (2c¢) abgewandten Anschluss-
Abschnitt (2a) als Stecker flr eine Steckverbindung

ausgebildet ist.
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9. Optoelektronisches Bauteil geméafd einem der vorherigen
Anspriche,

bei dem die zumindest eine der Anschlussstellen (2) in ihrem
Anschluss-Abschnitt (2a) quer zum Befestigungs-Abschnitt (44)
des Kuhlkodrpers (4) verlauft.

10. Optoelektronisches Bauteil gemdf einem der vorherigen
Ansprlche,

mit wenigstens dreil Anschlussstellen (2).

11. Optoelektronisches Bauteil gemaft dem vorherigen Anspruch,
bei dem zumindest zwei Anschlussstellen (2) mit dem

Kﬁhlkérper (4) verschweifst sind.

12. Optoelektronisches Bauteil gemdf einem der vorherigen
Anspriche,

mit wenigstens vier optoelektronischen Halbleiterchips (5).

13. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteil gem&fR einem der vorherigen Anspriiche mit folgenden
Schritten in folgender Reihenfolge:

- Bereitstellen von zumindest zwei Anschlussstellen (2),

- Verbinden von zumindest einer Anschlussstelle (2) mit einem
Kﬁhlképer (4),

- Erzeugen eines Gehdusekdérper (3), in welchem die
Anschlussstellen.(2) ;tellenwéiée eingebettet sind, wobei im
Geh&usekdérper (3) eine Offnung (30) zum Kihlkodrper (4)
vorgesehen wird, und

- Befestigung zumindest eines optoelektronischen
Halbleiterchips (5) in der Offnung (30) des Geh&usekdrpers
(3) auf dem Kihlkdrper (4).
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14. Verfahren gemdf dem vorherigen Anspruch,

bei dem die Anschlussstellen (2) im Tragerstreifen-Verbund

vorliegen.
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Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

EPO-Internal

Electronic data base consuited during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X DE 10 2007 033057 Al (CREE INC [USI)
17 January 2008 (2008-01-17)
Y paragraphs [0052], [0056] - [00681;

figures 2a-8

X US 2008/179620 Al (CHANG HSI-SHENG [TW])
31 July 2008 (2008-07-31)

paragraph [0024] - paragraph [00281;
figures 2-4

paragraph [0032] - paragraph [0033];
figures ba-be

Y WO 00/55914 Al (GENTEX CORP [USI])

21 September 2000 (2000-09-21)

page 1, lines 1-2

page 12, line 1 - page 44, line 23;
figures 2-4,16-24

1-5,10,
12-14
6-9,11

1,13-14

6-9,11

D Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not

which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"T later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but

considered to be of particular relevance i?‘lnt\?eCin;% Rnderstand the principle or theory underlying the
"E" earlier document but published on or after the international »x* dogument of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

"y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,

"0" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-—
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
"P" document published prior to the international filing date but in the art.
later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
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Name and mailing address of the 1SA/ Authorized officer

Fax: (+31-70) 340-3016 0tt, André
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internationales Aktenzeichen

PCT/DE2009/001183

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
N HOTL 33/00
ADD. HOIL33/64  HO1L33/48

Nach der Internationalen Patentklassifikation {(IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

HO1L

Recherchierter Mindestprifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprilfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO-Internal

wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* { Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X DE 10 2007 033057 Al (CREE INC [US]) 1-5,10,
17. Januar 2008 (2008-01-17) 12-14
Y Absatze [0052], [0056] - [0068]; 6-9,11
Abbildungen 2a-8
X US 2008/179620 Al (CHANG HSI-SHENG [TW1) 1,13-14
31. Juli 2008 (2008-07-31)
Absatz [0024] - Absatz [0028]; Abbildungen
2-4
Absatz [0032] - Absatz [0033]; Abbildungen
ba-be
Y WO 00/55914 Al (GENTEX CORP [USI) 6-9,11
21. September 2000 (2000-09-21)
Seite 1, Zeilen 1-2
Seite 12, Zeile 1 - Seite 44, Zeile 23;
Abbildungen 2-4,16-24

D Weitere Verbffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdfientlichungen

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist

"L" Verdftentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er—
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefihrt)

"0" Verdffentlichung, die sich auf eine mundiiche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum vergffentlicht worden ist

“T" Spatere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmelidedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentiicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verdifentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verbffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. Februar 2010

Absendedatum des internationalen Becherchenberichts

25/02/2010

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-~70) 340-3016

Bevollméchtigter Bediensteter

0tt, André
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Internationales Aktenzeichen
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Im Recherchenbericht
angefihrtes Patentdokument

Datum der
Veréffentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der

Verbdffentlichung

DE 102007033057 Al 17-01-2008 CN 101110462 A 23-01-2008
JP 2008072092 A 27-03-2008
Us 2008121921 Al 29-05-2008

US 2008179620 Al 31-07-2008 KEINE

WO 0055914 Al 21-09-2000 AT 422269 T 15-02-2009
AU - 3899500 A 04-10-2000
CA 2373368 Al 21-09-2000
EP 1169735 Al 09-01-2002
JP 3850665 B2 29-11-2006
JP 2002539623 T 19-11-2002
JP 2005005740 A 06-01-2005
us 6335548 Bl 01-01-2002
US 2002004251 Al 10-01-2002

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie) (April 2005)
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